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•* (57) Abstract: The invention concerns a method for making a storage medium such as a chip card, comprising a micromodule 
j including a support film (1) bearing a metallizing gate (7), and an integrated circuit chip (9) connected to said metallizing gate. The 
. method comprises steps which consist in: producing a metall iz ing gate (7) on the micromodule support film (1), and deforming the 

• support film (1) such that at least said transfer zone is at a lower level relative to the plane of said metallizing gate. The invention is 
N applicable to chip cards with flush contacts or without contact 

j (57) Abrege: Precede de fabrication d'un support de memorisation de type carte a puce, comprenant un micromodule comportant 
un film support (1) portant une grille de metallisation (7), et une puce de circuit integre" (9) reliee a ladite grille de metallisation. Le 
) precede comporte les Ctapes consistant a: r^aliser une grille de metallisation (7) sur le film support (1) du micromodule, et deTormer 
► le film support (1) de maniere qu'au moins ladite zone de report soit a un niveau inferieur par rapport au plan de ladite grille de 

* metallisation. Application aux cartes a puce a contacts affleurants et/ou sans contact. 
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PROCEDE POUR LA FABRICATION D'UN MODULE POUR CARTES A PUCES ET MODULE OBTENU 



5 La presente invention concerne la fabrication des 

modules electroniques destines a etre encartes dans des 
dispositifs se presentant sous forme de cartes, dits 
cartes a puce, ainsi' que la fabrication de telles cartes 
a puce. Elle concerne plus particulierement un procede 

10 pour la fabrication des modules pour cartes a puce a 
contacts affleurants et/ou sans contact, ainsi que la 
fabrication des cartes a puce correspondantes . 

Les cartes a puce servent a la realisation 
d' operations diverses, comme par exemple des operations 

15 bancaires, la gestion des communications telephoniques 
ou diverses operations d ' identification . 

Les cartes a contacts comportent des 
metallisations, formant plages de contact, qui 
affleurent a la surface de la carte. Ces metallisations 

20 sont disposees a un endroit precis du corps de carte, 
defini par la norme ISO 7816. ' Elles sont destinees a 
venir au contact d'une tete de lecture d ' un appareil 
lecteur, en vue d'une transmission electrique de donnees 
entre la carte et le lecteur et vice versa. II en est de 

25 meme pour la partie contacts affleurants des cartes, a 
puce hybrides . 

Un module de carte a puce a contacts affleurants 
est constitue d'un support en matiere non conductrice de 
1 ' electricite, ledit support etant contrecolle a un 

30 element metallique formant grille de contacts, de 
maniere a presenter des plages de contact et 
eventuellement des pistes conduct rices, et d'une puce ou 
microcircuit electronique, qui est collee sur 1' autre 
face du dit support et qui comporte des plots de sortie 

35 sur sa face soit opposee a celle fixee au support, soit 
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tournee vers celui-ci, selon le procede de montage de la 
puce sur ledit support. 

Une carte a puce dite hybride a un double mode de 
f onctionnement . La puce est alors reliee au bornier de 
5 contacts et a une antenne. Le bornier et l'antenne sont 
des elements d' interface, qui doivent etre connectes 
avec des plots appropries du microcircuit . Les produits 
standards de ce type utilisent en majorite une puce 
assemblee dans un module et un corps de carte integrant 
10 l'antenne. La liaison entre les deux elements est 
assuree au moment de l'encartage, lors du report du 
module dans la cavite prevue. a cet effet dans le corps 
de carte. 

De maniere generale, la grille de metallisation est 
15 constitute par les plages de contacts et eventuellement 
les pistes conductrices dans les cartes a contacts 
affleurants, et par l'antenne dans le cas d'une carte a 
puce sans contact. 

Dans tous les cas, la metallisation requiert le 
20 plus grand soin et est 1 ' une des etapes de fabrication 
des modules de circuit imprime entrant pour une part 
importante dans le cout global de ces modules. 

La qualite de la realisation de cette metallisation 
conditionne egalement fortement le taux de rebuts lors 
25 des controles de qualite. 

Pour simplifier, il sera fait reference dans la 
suite uniquement aux cartes a puce a contacts 
affleurants. 

Parmi les procedes connus pour la fabrication de 
30 cartes a puce, les principaux sont des procedes fondes 
sur 1 ' assemblage de la puce de circuit integre dans un 
sous-ensemble appele micromodule, qui est assemble au 
moyen de techniques traditionnelles . 

Un procede classique consiste a coller une puce de 
35 circuit integre en disposant sa face active avec ses 
plots de contact du meme cote que celui du support 
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dielectrique sur lequel est effectue le collage. Le 
materiau dielectrique, en pratique une feuille ou une 
partie de bande, est lui-meme dispose sur une grille de 
contacts d'une plaque metallique en cuivre nickele et 
5 dore. Des puits de connexion sont pratiques dans le 
materiau dielectrique et des fils de connexion assurent 
la liaison entre les plages de contact de la grille et 
les plots de la puce. Pour proteger 1' ensemble, une 
resine d ' encapsulation, a base d'epoxy, enrobe la puce 

10 et les fils de connexion soudes. Le module ainsi 
constitue est ensuite decoupe et encarte dans la cavite 
d'un corps de carte prealablement decore. 

Un tel procede est cependant couteux, car un nombre 
eleve d'etapes de fabrication est necessaire. 

15 Un objectif de la presente invention est de 

realiser a moindre cout un module pour carte a puce a 
contacts. 

II a ete decrit, notamment dans les documents 
FR2671416, FR2671417 et FR2671418, des techniques de 

20 fabrication de cartes a puce sans etape intermediaire de 
realisation d'un micromodule, comprenant 1 ' encartage 
d'une puce de circuit integre directement dans un corps 
de carte. Ces techniques reposent sur une etape de 
ramollissement local d'un corps de carte en matiere 

25 plastique et le pressage de la puce dans la zone ainsi 
ramollie. La puce est alors disposee de telle sorte que 
ses plots de contact affleurent a la surface de la 
carte. Des operations de serigraphie permettent ensuite 
d'imprimer, sur un meme plan, des plages de contact et 

30 des pistes conductrices, ces dernieres permettant de 
relier les plages de contact aux plots de contact de la 
puce. Enfin, un vernis de protection doit etre applique 
sur la puce, ainsi que sur les connexions entre les 
plots de contact de la puce et les pistes conductrices 

35 susdites. 
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Mais, avec ,un tel .procede, seules peuvent etre 
traitees des puces de faibles dimensions. De plus, 
1' operation de serigr^aphie des plages de contact et des 
pistes d 1 interconnexion est delicate a mettre en oeuvre, 
5 car le positionnement des pistes sur les plots de 
contact de la puce deja en place necessite une tres 
grande precision d ' indexation, qui doit etre controlee 
par Vision Assistee ' par Ordinateur (VAO) . Cette 
contrainte nuit a la cadence et au rendement du procede 

10 de fabrication. En outre, la puce est appliquee sur une 
zone ramollie, dans iaquelle il n'est pas facile de la 
positionner correctement , en parfait parallelisme avec 
les bords lateraux de la carte. Tout' defaut dans la mise 
en oeuvre du procede a 1 ' un quelconque de ces stades 

13 entraine alors la mise- au rebut de la carte complete, 
puce comprise. 

Une autre solution proposee pour reduire le prix de 
revient des cartes a puce utilise la technologie dite 
"Chrysalide" , qui repose sur 1 ' application de pistes 

20 electriquement conductrices par un procede de type MID 
("Moulded Interconnection Device" dans la litterature 
anglo-saxonne) . Selon divers procedes faisant . appel a 
cette technologie, decrits par exemple dans les 
documents EP-A-0 75.3 827, EP-A-0 688 050 et EP-A-0 688 

25 051, la carte est munie d'un logement destine a recevoir 
le circuit integre. Des pistes electriquement 
conductrices sont disposees contre le fond et les parois 
laterales de ces logements et sont reliees a des plages 
metalliques de contact formees sur la surface du support 

30 de carte. 

L ' application des pistes conductrices dans ledit 
logement peut etre effectuee de trois manieres 
dif f erentes : 

Une premiere maniere consiste a realiser un 
35 estampage a chaud. Une feuille comportant des 
metallisations en cuivre, eventuellement recouvertes 
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d'etain ou de nickel, et munie d'une colle activable a 
chaud, est decoupee, puis collee a chaud dans ledit 
logement. 

- Une deuxieme maniere consiste a appliquer, au moyen 
5 d'un tampon, une laque contenant un catalyseur au 
palladium, aux endroits destines a etre metallises, et a 
chauffer la laque. La metallisation est realisee ensuite 
par depot de cuivre et/ou de nickel, au moyen d'un. 
procede electrochimique d ' autocatalyse . 

10 - Une troisieme maniere consiste a realiser une 
lithogravure a partir d 1 hologrammes au laser. Cette 
lithogravure permet de realiser des depots de 
metallisation en trois dimensions avec une tres grande 
precision et une haute resolution. 

15 Selon ces techniques, c'est le corps de carte 

proprement dit qui doit etre metallise, avant son 
impression finale, ce qui augmente d'autant le cout des. 
rebuts d ' impression . De plus, il est dans ce cas 
necessaire de reporter la puce directement dans le corps 

20 de carte, ce qui exige un equipement de report a plus 
faible cadence que ceux utilises pour un report sur 
bande. Le prix de revient des cartes ainsi fabriquees 
reste done eleve, tandis que le taux de rebut est 
egalement maintenu a un niveau eleve. 

25 En vue d'une production industrielle . a grande 

echelle et a moindre cout, on a maintenant elabore selon 
la presente invention un procede de fabrication d'un 
support de memorisation de type carte a puce a contacts 
affleurants et/ou sans contact, comprenant un 

30 micromodule comportant un film support dielectrique 
portant une grille de metallisation, et une puce de 
circuit integre reliee a ladite grille de metallisation, 
ledit procede comportant les etapes, en ordre 
quelconque, consistant a: 

35 - realiser une grille de metallisation sur le film 

support du micromodule, et 
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de former le film support de maniere qu'au moins 
ladite zone de report soit a un niveau inferieur 
par rapport - au plan de ladite grille de 
metallisation. 

5 Les avantages que ce procede procure sont 

notamment : 

il met en oeuvre une technique permettant d'eviter 
les etapes de contrecollage et de perforation du support 
dielectrique, 

10 - il permet d 1 employer des materiaux de support 
dielectrique a faible cout, 

il autorise 1 ' utilisation des machines existantes, 
il permet de combiner ladite metallisation avec les 
etapes ulterieures de confection des cartes a puce, sur 

■15 bobine et/ou en ligne. 

Avec le procede selon 1' invention, les plages de 
contact et/ou 1 ' antenne et les pistes conductrices 
eventuelles sont sur la meme face du film support 
dielectrique et le procede evite ainsi une etape 

20 supplementaire . On peut en outre, dans une forme de 
realisation de ce procede, s ' exempter de la contrainte a 
laquelle sont soumis les depots electrolyt iques , a 
savoir 1' obligation de porter au meme potentiel' toutes 
les zones a metalliser. 

25 Selon un premier mode de realisation, le procede 

selon 1' invention comporte le depot d'un initiateur de 
grille de metallisation par une methode additive, sous 
la forme d'un dep6t d'au moins une amorce catalyseur de 
metallisation selon des motifs predefinis correspondant 

30 a ladite grille de metallisation, par exemple par 
serigraphie, tampographie, offset, jet d'encre, 
f lexographie, agent traceur ou toute technique analogue, 
puis la fixation non electrolytique d'au moins un metal 
approprie, tel que par exemple Cu, Ni et/ou Au, 

35 catalysee par ladite amorce sur les zones ou celle-ci 
est presente. 
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Le procede de metallisation selon la presente 
invention ne concerne pas la serigraphie en elle-meme. 

L' amorce de metallisation est de preference choisie 
parmi les matieres catalytiques a base de palladium 
5 utilisees pour la metallisation des substrats polymeres 
et notamment celles decrites dans les documents EP-A- 
0485839 et EP-A-0647729 . 

De tels produits constituant 1 1 amorce susdite 
peuvent consister en pratique en un agent filmogene tel 

10 que du polyurethanne , un additif conferant une tensio- 
activite appropriee, tel qu 1 un polyester, un polyamide 
et/ou une polyoxazblidone, un metal noble ionique et/ou 
colloidal, ou un compose covalent ou complexe de celui- 
ci avec des ligands organiques, en particulier un 

IS complexe ou un sel inorganique de Cu, Au, Ag, Pt, Pd ou 
Ru, des charges organiques et/ou inorganiques et un 
solvant organique . « 

Selon une variante preferee de mise en oeuvre de ce 
premier mode de realisation du procede selon 

20 1' invention, on peut activer ladite amorce, notamment 
par insolation sous rayonnement UV, ainsi que la 
soumettre a un sechage, par exemple par de l'air chaud. 

La bande ainsi traitee peut etre impregnee 
directement ou ulterieurement dans un bain d 1 un sel du 

25 metal choisi pour la metallisation, par exemple Cu, Ni 
et/ou Au, en continu, sequentiellement ou en discontinu. 

Cette variante de mise en oeuvre du procede premier 
selon 1 ' invention comporte en outre avantageusement une 
etape . subsequente de depot electrolytique, selon les 

30 methodes classiques, d'une couche supplementaire de 
metal, ,.tel que par exemple Cu, Ni, Au ou Pd, sur les 
memes zones du film support que celles ayant recu la 
metallisation susdite. Un tel depot complementaire de 
metallisation, sur une epaisseur de quelques urn de 

35 preference, s 1 est avere etre avantageux et est preconise 
pour produire une metallisation renforcee, permettant un 
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bon rendement lors de 1' operation de soudage des fils, 
car il presente une cinetique de croissance rapide. 

Selon un second mode 'de realisation, le procede 
selon 1' invention comporte le depot non electrolyt ique 
5 d'au moins un metal approprie, tel que par exemple Cu, 
et la realisation de la grille de metallisation selon 
des motifs predefinis, par une methode soustractive 
selon une image correspondant a ladite grille de 
metallisation, en particulier par photolithographie. 

10 Dans cette forme de realisation de 1' invention, on 

prefere comme methode soustractive la photolithographie, 
pour laquelle on applique d'abord sur le substrat 
polymere a traiter, constitue par le film support 
dielectrique susdit, • une couche fine d'au moins un metal 

15 tel que par exemple Cu, Ni ou Au, de preference par une 
technique de depot sous vide. On peut egalement partir 
d'un plaque - cuivre (copper clad), constitue d ' un ruban 
de cuivre lamine, avec ou sans adhesif, sur un support 
dielectrique, qui peut etre un materiau dielectrique a 

20' faible cout disponible sur le marche. 

La photolithographie proprement dite comporte les 
etapes de : 

depot d'une couche de resine photosensible- sur le 
metal susdit, 

25 - insolation a travers un masque ou un film, 
developpement de la resine, 

gravure chimique du metal dans les zones non 
protegees par la resine, et 
enlevement de la resine photosensible. 
30 Selon une variante preferee ■ de cette forme de 

realisation du procede _ premier objet de 1' invention, on 
procede en outre soit avant, _ soit apres la mise en 
oeuvre de la . photolithographie, a un . depot 
electrolyt ique d'un. revetement metallique, permettant 
35 d'ameliorer la soudabilite des elements entre eux et 
d'abaisser la. resistance . de contact, notamment un 
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revetement de Ni+Au, Ni+Pd et/ou Ni+Pd+flash Au, ou 
"flash Au" est une expression consacree pour designer un 
depot de faible epaisseur du metal Au. 

En variante, le procede peut comprendre les etapes 
5 consistant a: fixer et connecter la puce avant la 
deformation susmentionnee du film support dielectrique, 
puis deformer le film support par pression de celui-ci 
dans un evidement de corps de carte, avec un poingon 
comportant un logement . 
10 Selon une forme de mise en oeuvre plus 

particulierement preferee, le procede comprend 1 ' etape 
. consistant a connecter la puce apres deformation du film 
support. 

Deux modes de realisation de cette seconde variante 

15 sont possibles: 

le film support est presse et colle par un 
poingon dans un evidement, ou cavite, forme a l'avance 
dans un corps' de carte. La puce est ensuite connectee, 
tandis que le film est fixe dans 1' evidement; 

20 ~ le film support est place dans une empreinte 

d'.un moule approprie, plaque contre une paroi interne 
et, apres introduction de la matiere dans 1' empreinte, 
deforme par la pression de la matiere contre un poingon 
ayant une forme complement aire de celle d'un evidement a 

25 former et/ou par le deplacement du poingon. 

On peut egalement faciliter la deformation de la 
feuille en appliquant une depression, avantageusement 
par le biais d'un orifice situe au fond de la partie 
femelle. 

30 Bien entendu, 1 ' ecart entre le plan du niveau 

inferieur resultant de ladite deformation et celui de la 
grille de metallisation doit etre suffisant pour qu'on 
puisse y loger la puce et qu'y trouve egalement place la 
. matiere d'enrobage de la puce et . des interconnexions, 

35 avantageusement sans debordement sur la surface sur 
laquelle affleurent les plages de contact susdites. 



WO 00/79478 



10 



PCT/FROO/01491 



L ' invention a egalement pour objet un procede pour 
la fabrication d'un micromodule comprenant une puce de 
circuit integre munie- de plots -de sortie qui sont relies 
electriquement a une grille de metallisation, comportant 
5 les etapes, dans un ordre approprie, consistant a: 

realiser une grille de metallisation sur le film 
support du micromodule, et 

deformer le film support de maniere qu 1 au moins 
la zone de report de la puce soit a un niveau 
10 inferieur par rapport au plan de la grille de 

metallisation, 

reporter la puce de circuit integre sur ledit 
motif et effectuer les connexions, 
enrober la puce dans une resine protectrice, et 
15 - decouper ledit motif en vue de le separer du 

reste de la bande, afin d'obtenir un micromodule 
sur support isolant. 
Les connexions entre les plots de la puce et la 
grille metallique- peuvent etre realisees par tous 
20 procedes connus de 1 ' homme du metier. 

On notera en outre que -le film support dielectrique 
n'est pas necessairement un materiau thermoplastique et 
peut, par exemple, etre constitue de papier. 

En variante, la grille metallique peut etre formee 
25 par decoupe mecanique d'un ruban metallique constituant 
la grille metallique (lead frame) , qui est larnine sur un 
film support dielectrique. 

L' invention a en outre pour objet un procede de 
fabrication d'un support de memorisation de type carte a 
30 puce a contacts affleurants et/ou sans contact, 
comprenant un micromodule realise conformement au 
procede de fabrication d'un micromodule selon 
1' invention, dans lequel on: 

fournit un corps de carte avec une cavite, 
35 - reporte et fixe dans ladite cavite le micromodule 
comportant sa puce et ses connexions, par exemple 
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par collage sous pression, de maniere a ce que le 
substrat support du micromodule epouse la forme de 
ladite cavite - et a ce que la grille de 
metallisation soit en affleurement de la surface du 
corps de carte, et 
depose une resine protectrice dans la cavite. 
Un autre objet de 1' invention consiste en un autre 
mode de realisation d'un procede de fabrication d'un 
support de memorisation de type carte a puce a contacts 
affleurants et/ou sans contact, comprenant une puce de 
circuit integre noyee dans le corps de carte et qui est 
connectee a une grille de metallisation, selon lequel: 

ladite grille de metallisation forme un motif, 
qui est realise sur un substrat formant un 
support dielectrique, 
et comportant en outre les etapes consistant a: 
fournir un corps de carte avec une cavite, 
reporter, dans la cavite, le substrat 
predecoupe, par exemple par collage sous 
pression, de maniere a ce qu'il epouse la forme 
de ladite cavite et a ce que la grille de 
metallisation soit en affleurement de la' 
surface du corps de carte, 

reporter la puce de circuit integre dans le 
fond de la cavite, sur ledit motif, et 
effectuer les connexions, et 

deposer une resine protectrice dans, la cavite. 

Ainsi, dans une forme de realisation du procede 
selon 1' invention, 1'etape de formage est effectuee au 
moment du report du module dans la cavite de la carte. 

D'autres particularity et avantages de la presente 
invention apparaitront a la lumiere de la. description 
qui suit, donnee a titre d' exemple illustratif et non 
limitatif, et faite en reference aux figures annexees, 
qui representent : 
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Fig. 1 une vue en coupe transversale 
schematique d'une metallisation sur bande de film 
support dielectrique "par le procede selon 1' invention. 

Fig. 2 une vue en coupe transversale 
5 schematique du depot non electrolytique subsequent par 
passage dans un bain d'un sel metallique. 

Fig. 3 une vue en coupe transversale 
schematique d'un thermof ormage d'un micromodule isole de 
la bande provenant de l'etape precedente, selon la 
10 figure 2, 

Fig. 4 'une vue en coupe transversale 
schematique apres collage d'une puce sur le support 
prealablement thermof orme comme represents? sur la figure 
3, 

15 - Fig. 5 une vue en coupe transversale 

schematique apres cablage entre la puce et les pistes du 
substrat provenant de 1' operation de collage selon la 
figure 4, 

Fig. 6 une vue en coupe transversale 
20 schematique du micromodule selon la figure 5, apres un 

enrobage de la puce et des connexions, utilisant le 

volume de la cavite prealablement formee. 

Dans une premiere etape, on fait defiler une bande 

1 de film support, dielectrique pour micromodules de 
25 carte a puce entre des bobines 2 en regard d'un 

dispositif de serigraphie 3, puis avantageusement sous 

un dispositif d' insolation 4 et un dispositif de sechage 

a chaud 5 . 

Dans une deuxieme etape, on fait passer la bande 1 
30 dans un bain 6 de metallisation selon 1' invention, tel 
que par exemple pour ' une metallisation non 
electrolytique telle que decrite plus haut, pour former 
sur. la bande 1 des zones metallisees destinees a former 
des grilles de metallisation 7 pour carte a puce a 
35 contacts affleurants et/ou sans contact. 
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Ensuite on cree une cavite par thermof ormage, a une 
temperature superieure a la temperature de transition 
vitreuse du substrat de la bande 1, dans un appareillage 
de thermof ormage classique 8, soit sur une unite pour 
5 micromodule, soit de preference sur le substrat 1 en 
rouleau sur les bobines 2, eventuellement ' en ligne. 

Une puce 9 est ensuite collee dans le fond de la 
cavite ainsi formee. 

Par un cablage au moyen de fils de connexion 10 
10 entre les plots de la puce 9 et la grille de 
metallisation 7 portee par la bande 1 on assure la 
connexion de la puce 9 avec ladite grille 7. 

La fabrication d'u micromodule pour carte a puce 
comprend encore 1 1 enrobage de la puce 9 et des 
15 connexions dans une resine 11 appropriee, a 1 ' interieur 
du volume de la cavite susment ionnee . 

En option, on peut intercaler entre le passage dans 
le bain de metallisation 6 et le thermof ormage avec le 
dispositif 8 une etape de depot electrolytique de metal 
20 (non representee), qui accrolt 1 1 epaisseur de metal 
deposee sur la bande 1 pour former la grille de 
metallisation. 

La technique de photolithographie , non representee, 
fait .intervenir des,moyens dont 1 ' homme du metier de la 
25 technique concernee est familier. Leur principe a ete 
rappele plus haut et ils n ' ont done pas a etre detailles 
ici . 

Dans une variante de realisation du procede de 
fabrication d'un support de memorisation de type carte a 

30 puce complet, le micromodule, ou le substrat 
correspondant a la partie du film support dielectrique 
supportant le motif sans la. puce, est insere dans le 
corps du support de memorisation au cours de 1' injection 
de celui-ci. Pour ce faire, le substrat est separe du 

35 reste de la bande et decoupe aux dimensions finales du 
micromodule. Ce substrat, avec ou sans puce selon le 
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cas, est ensuite bride dans le moule d* injection, afin 
d'y etre maintenu en position durant 1' injection du 
materiau de constitution du corps de carte, et de 
conferer l'etancheite requise pour que la matiere 
5 injectee ne passe pas entre le module et le moule et ne 
recouvre pas la grille susdite. Dans la pratique, ce 
bridage peut etre effectue par une aspiration ou encore 
par -un procede electrostatique . La matiere de 
constitution du corps de carte est ensuite injectee dans 
10 le moule. 

Dans le cas ou 1' injection est realisee dans un 
moule a noyau fixe, le substrat prend la forme du moule 
sous la pression de la matiere injectee. 

Dans le cas ou 1' injection est realisee dans un 
15 moule a noyau mobile, on effectue dans un premier temps 
1 'injection de la matiere et on realise dans un deuxieme 
temps la deformation du substrat en mettant en place le 
noyau aux dimensions de la cavite juste apres 
1 ' in j ection . 

20 A la fin de cette operation d' injection, on obtient 

une carte munie d'un module forme aux reliefs de la 
cavite desiree, avec des contacts electriques 
af f leurants . 

Le support de memorisation selon 1 ' invention 
25 comporte ainsi une grille de metallisation 
tridimensionnelle . 

Dans une variante de realisation, le substrat du 
micromodule peut en outre comporter des perforations 
pratiquees dans son epaisseur. Ces perforations visent a 
30 permettre a la resine d 1 encapsulation d'entrer en 
contact direct avec le materiau du corps de carte, et de 
constituer . ainsi un point .d'ancrage du module dans la 
cavite. De plus, elles permettent d'evacuer 
d' eventuelles bulles d'air qui peuvent se trouver 
35 emprisonnees entre la cavite du corps de carte et le 
substrat. 
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L ' invention a ainsi egalement pour objet un module 
pour carte a puce comportant une grille de metallisation 
disposee sur un film "support dielectrique et une puce de 
circuit integre connectee a ladite grille de 
5 metallisation et disposee sur une zone de report, ladite 
zone de report etant situee a un niveau inferieur a 
celui de la grille de metallisation. 

L' invention a egalement pour objet un module pour 
carte a puce comportant une amorce de metallisation, 
10 notamment choisie parmi les matieres catalytiques a base 
de palladium utilisees pour la metallisation des 
substrats polymeres. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de fabrication d'un support de memorisation 
de type carte a " puce a contacts affleurants et/ou 
sans contact, comprenant un micromodule comport ant 

5 un film support 1 portant une grille de 

metallisation 7, et une puce de circuit integre 9 
placee dans une zone de report et reliee a ladite 
grille de metallisation 7, ledit procede etant 
caracterise en ce qu'il comporte les etapes, en 
10 ordre quelconque, consistant a: . 

realiser une grille de metallisation 7 sur le 
film support 1 du micromodule, et 

deformer le film support 1 de maniere qu ' au moins 
ladite zone de report soit a un niveau inferieur 
15' par rapport au plan de ladite grille de 

metallisation. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'il comporte en outre les etapes ulterieures de 

20 confection des cartes a puce sur bobine et/ou en 

ligne. 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'on realise "la grille de metallisation par un 

25 procede non electrolytique. 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu'il comporte le depot d'un initiateur de grille de 
metallisation par une methode additive, sous la 

30 forme d'un depot d'au moins ' une amorce de 

metallisation selon des motifs predefinis 
correspondant aux surfaces de ladite grille de- 
metallisation, par serigraphie, tampographie, 
offset, jet d'encre, f lexographie, agent traceur ou 

35. toute technique analogue, puis la fixation non 

electrolytique d'au moins un metal, approprie, tel 
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que par exemple Cu, Ni et/ou Au, catalysee par 
ladite amorce sur les zones ou elle est presente. 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce 
5 que 1' amorce de metallisation est choisie parmi les 

matieres catalytiques a base de palladium utilisees 
pour la metallisation des substrats polymeres. 

6. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce 
10 que 1 ' amorce de metallisation consiste 

essentiellement en un agent filmogene tel que du 
polyurethanne, un additif conferant une tensio- 
activite appropriee, tel qu ' un polyester, un 
polyamide et/ou une polyoxa zolidone , un metal noble 
15 ionique et/ou colloidal, ou un compose covalent ou- 

complexe de celui-ci avec des ligands organiques, en 
par.ticulier un complexe ou un sel inorganique de Cu, 
Au, Ag, Pt, Pd ou Ru,. des charges organiques et/ou 
inorganiques et un solvant organique. 

.20 

7. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce 
qu'il comporte une activation de ladite amorce, 
notamment par insolation sous rayonnement UV, ainsi 
qu ' un sechage. 

25 

8. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce 
qu'il comprend 1 ' impregnation de la . bande 
directement ou ulterieurement dans un bain 6 d'un 
sel du metal choisi pour la metallisation, par 

30 exemple Cu, Ni et/ou Au, en continu, 

sequentiellement ou en discontinu. 

9. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce 
qu'il comporte. en outre une etape subsequente de 

35 depot electrol-ytique d'une.couche supplementaire de 

metal, tel. que par exemple Cu, Ni, Au ou Pd, sur les 
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memes zones 7 du film support que celles ayant regu 
la metallisation susdite. 

Procede selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu'il comporte le depot non electrolytique d'au 
moins un metal approprie, tel que par exemple Cu, et 
la realisation de la metallisation selon des motifs 
predefinis, par une methode soustractive selon une 
image correspondant a ladite grille de 
metallisation, en particulier par photolithographie . 

Procede selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu ' on applique d.' abord sur le substrat polymere a 
traiter, constitue par le film support dielectrique 
susdit, une couche fine d'au moins un metal tel que 
Cu, Ni ou Au, de preference par une technique de 
depot sous vide. 

Procede selon 1 ' une des revendications 1 oil 2, 
caracterise en ce qu ' on lamine une grille metallique 
decoupee mecaniquement sur un film support. 

Procede selon la revendication 10, caracterise en ce 
que la photolithographie proprement dite comporte 
les etapes de: 

depot d'une couche de resine photosensible sur 

le metal susdit, 

insolation a travers un masque ou un film, 
developpement de la resine, 

gravure du metal dans les zones non protegees 
par la resine, et 

enlevement de la resine photosensible. 



35 



14. 



Procede selon la revendication 10, caracterise en ce 
qu'on procede en outre - soit avant, soit apres la 
mise en oeuvre de la photolithographie, a un depot 
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electrolytique d'un revetement metallique, notamment 
un revetement de Ni+Au, Ni+Pd et/ou Ni+Pd+flash Au, 
ou "flash Au" designe.un depot de faible epaisseur 
du metal Au. 

Procede selon l'une quelconque des revendications 1 
a 14, caracterise en ce qu'il comprend en outre les 
etapes suivantes, consistant a: fixer et connecter 
la puce avant la deformation du film support 
dielectrique, puis deformer le film support par 
pression de celui-ci dans un evidement de corps de 
carte, avec un poincon comportant un logement . 

Procede selon la revendication 13, caracterise en ce 
qu'il comprend 1'etape consistant a connecter la 
puce apres deformation du film support. 

Procede selon la revendication 16, caracterise en ce 
que le film support est presse et colle par un 
poingon dans un evidement, ou cavite, forme a 
l'avance dans un corps de carte, la puce etant 
ensuite connectee, tandis que le film est fixe dans 
1 ' evidement . 

Procede selon la .revendication 16, caracterise en ce 
que, pour deformer le film, on place celui-ci dans 
une empreinte d'un moule approprie, on le plaque 
contre une paroi interne et, apres introduction de 
la matiere dans 1' empreinte, le film support est 
deforme par la pression de la matiere contre un 
poincon 8 ayant une forme complementaire de celle 
d'un evidement a former et/ou par le deplacement du 
poingon. 



35 19. 



Procede pour la fabrication d'un micromodule 
comprenant une puce de circuit integre 9 munie de 
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plots de sortie 10 qui sont relies electriquement a 
une grille de metallisation, caracterise en ce qu'il 
' comporte les etapes, dans un ordre approprie, 
consistant a: 

realiser une grille de metallisation sur le film 

support 1 du micromodule, et 

- deformer le film support de maniere qu'au moins 
la zone de report de la puce soit a un niveau 
inferieur par rapport au plan de la grille de 
metallisation, 

- ■ reporter la puce de circuit integre 9 sur ledit 

motif et effectuer les connexions, 

enrober la puce dans une resine protectrice 11, 
et 

decouper ledit motif en vue de le. separer du 
reste de la bande, afin d'obtenir un micromodule 
sur support isolant. 

Procede de fabrication d ' un support de memorisation 
de type carte a puce a contacts affleurants et/ou 
sans contact, caracterise en ce qu'il comporte la 
fabrication d'un micromodule par le procede selon la 
revendication 19, ainsi que le report et la fixation 
du micromodule i dans une cavite de ladite carte, afin 
de positionner la grille de metallisation en 
affleurement de la surface du corps de carte. 



21. Procede.de fabrication d'un support de memorisation 
de type carte a puce a . contacts affleurants et/ou 
30 sans contact, comprenant un micromodule obtenu par 

le procede selon l'une quel.conque des revendications 
1 a 16, dans lequel on: 

fournit un corps de carte avec une cavite, 
reporte et fixe dans ladite cavite le 
35 micromodule comportant sa puce et ses 

connexions, par exemple par collage sous 
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pression, de maniere . a ce que le substrat 

support du micromodule epouse la forme de 

ladite cavite et a ce que la grille de 

metallisation soit en af fleurement de la 
5 surface du corps de carte, et 

depose une resine protectrice 11 dans la 
cavite . 



Procede de fabrication d ' un support de memorisation 
de type carte a puce a contacts affleurants et/ou 
.sans contact, comprenant une puce de circuit integre 
9 noyee dans le corps de carte et qui et connectee a 
une grille de metallisation 7, caracterise en ce 



que : 



ladite grille de metallisation forme un motif, 
qui est realise sur un substrat formant un 
support dielectrique, 
en ce qu'il comporte en outre les etapes 
consistant a: 

fournir un corps de carte avec une cavite, 
reporter et fixer, dans la cavite, le substrat 
predecoupe, par exemple par collage sous 
pression, de maniere a ce qu'il epouse la forme 
de ladite cavite et a ce que la grille de 
metallisation soit en affleurement de la 
surface du corps de carte, 

reporter la puce de circuit integre dans le 
fond de la cavite, sur ledit motif, et 
effectuer les connexions, et 

deposer une resine protectrice 11 dans la 
cavite. 



Module pour carte a puce, obtenu par le procede 
selon la revendication 19. 
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Module pour carte a puce selon la revendication 23, 
caracterise en ce qu'il comporte une amorce de 
metallisation, - notamment choisie parmi les matieres 
catalytiques a base de- palladium utilisees pour la 
metallisation des substrats polymeres. 

Module pour carte a puce, comportant une grille de 
metallisation disposee sur un film support 
dielectrique et une puce de circuit integre 
connectee a ladite grille de metallisation et 
disposee sur une zone de report, caracterise en ce 
que ladite zone de report est situee a un niveau 
inferieur a celui de la grille de metallisation. 

Carte a puce, obtenue par le procede selon 1 ' une 
quelconque des revendications 1-18 et 20-22. 



Carte a puce, contenant un module selon la 
revendication 25. 
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